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项目简介|现状

遇到的问题：

1） 对位不齐，很难定位

2）会导致局部焊料挤出，影响外观

3）工作效率低

➢ 采用预制快捷成型，可以将焊片预

先压合并键合在盖板上，且金锡焊

片保持原有焊料的形状和性能，这

样在后续盖板与壳体焊接过程中可

以有效键合与焊接良好，且焊接焊

缝均匀一致。

×
×

×
加温加压？
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项目简介|市场应用

热沉AlN陶瓷主要用于光
通讯、半导体激光耦合模

块

热沉CUW主要用于半导体
激光器、光通讯模块、集

成电路的热沉

氮化铝预
制金锡薄
膜热沉

预制金锡盖板
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项目简介|工艺实现优缺点

制备方法 预制焊料片 焊接法 电子束蒸镀 快捷预制焊料片

制备方法 熔融压延轧制成型 点焊 热阻蒸发或电子束蒸发 自主研发新型焊

优点

1.单独使用，根基客户所需裁切对应

尺寸，不依靠焊料的流淌来达到覆盖
整个焊盘；
2.适应较复杂形状，如环形、异形；

1）简单高效、设备简单

1.高沉积速率；
2.成分易控制；
3.采用真空镀膜，无氧化风险；
4.采用交替多层，易于金和锡的互

扩散，金锡融化形貌更好；
5.成本和过程可控

6）焊接后耐盐雾试验性好

1）解决焊料定位偏移问题，可以将
焊料片与基板预制在一起
2）工艺周期短；无需电子束蒸需要
的夹具装夹、镀膜周期长问题，且
可单独单次处理金锡，成本低，周
转快；
3）镀料利用率高，仅与金锡比例与
厚度与金锡轧制相关且控制容易
4）设备简单，成本低、对操作人员
的要求不高
5）焊接后耐盐雾试验性好

缺点

1.定位问题--易移动导致位置偏移，

造成器件异常
2.金锡焊片脆性大；
3.切割后有毛刺
4.组成的一致性相对难控制；
5.存在氧化问题；
6.装配复杂
7.使用时需要助焊剂辅助，有可能造

成焊料层缺陷

1）焊点部分易产生空洞或者焊接不
良，经受不住苛刻的盐雾试验

1.镀料的利用率低，有部分被浪费；
2.沉积速度慢，工时长（16~18H一
炉）、效率低，费用高、需要专业
级别高的人员操作

1）结合力与电子束蒸发镀膜有差异，
客户对产品的认知也有差异
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项目简介|工艺设备方法

电子束蒸发镀金锡 点焊金锡片 自主研发新型焊方式1 方式2 方式3
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项目简介|产品应用拓展

本项目采用扩散焊的方式将焊料

片与热沉在一定温度、一定压力

下通过原子间范德华力扩散在一

起，形成快捷预制金锡。

产品类型：

1）CuW/CuC铜金刚石预制金锡

2）陶瓷预制金锡

3）耦合模块盖板预制金锡

加温加压
加温加压

CuW/CuC铜金刚石预制金锡 陶瓷预制金锡 耦合模块盖板预制金锡
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竞品分析|国内外厂家现状

➢ 国内采用电子束蒸发镀金锡的有7家

苏州晶鼎鑫光电科技有限公司 铜钨、陶瓷

西安炬光科技 铜钨、陶瓷

四川科尔威光电科技有限公司
仅在陶瓷上，且采用电

镀方式

石家庄海科电子科技有限公司 铜钨、陶瓷

无锡奥夫特光学技术有限公司 陶瓷

广东风华高新科技股份有限公司 仅专利

广州天极电子科技股份有限公司 陶瓷

➢ 国内预制金锡焊片的公司有5家

广州先艺电子科技有限公司

成都佩克斯新材料有限公司

汕尾市索思电子封装材料有限公司

陕西图灵电子科技有限公司

固晶电子科技有限公司

日本京瓷 铜钨、陶瓷

日本住友 铜钨、陶瓷

日本teniscel 铜钨、陶瓷

A.L.M.T.Corp.联合材料
铜钨、陶瓷

台湾安耐斯 陶瓷

西日本贸易株式会社&日立 代理

➢ 快捷预制焊料片国内外2家

日本京瓷

西安智慧谷科技研究院有限公司
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采用电子束蒸发镀膜：

竞品分析|产品与价格预估

低成本≠低质量，我们是高速快捷高可靠性的预制金锡

我司正在开发产品，优势是金锡焊片与合作伙伴图灵合作，
做到性价比最高

国外友商:   50元/片

国内友商：30元/片

日本友商:已开发出快捷 预制金锡

市场售价：20~25元

西安智慧谷自产：

cuw镀金：10元

金锡焊片：2元（工艺生产0.5元）

市场售价：劲爆价15元
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➢ 日本京瓷预制盖板

优点：结合力好、仍保持焊料金属

光泽

➢ 西安智慧谷

已实现焊料片可与盖板结合力好，且与日本

保持的焊料片金属光泽近似。

竞品分析|产品与价格预估

国内某友商只能做到点焊方式

国外友商:   75元/片 西安智慧谷:   30元/片



11

竞品分析|产品性能表征

➢ 断面使用刀片百格法判断结合力大，且与基材扩散充分；

➢ 熔化温度 286度，表面熔化形貌良好，呈金锡熔化金属光泽；

➢ 西安智慧谷工艺与国外友商的接近并有超越趋势；

某友商 西安智慧谷
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市场定位与市场分析
➢打造爆款，寻找目标客户（以代工产品方式和自研设备出售两种模式）

➢受客户接受程度的影响，目前主推预制金锡盖板，对于铜钨和陶瓷预制金锡作为下一步推广，主要是

因为需要对器件做长期可靠性验证需要较长周期；

➢市场切入点：盖板预制金锡，这个相对容易且市场占有量最大 ，只要光纤耦合模块器件以及其他都

需要盖板预制。

➢自行研发快捷预制金锡设备，以设备抢占市场；
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市场定位|设备雏形与样品阶段

➢ 设备已有初步雏形，不过需要在实现产品功能的前提下将设备自动化、

视觉控制的角度升级，提高效率；
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SWOT分析

快捷预制

金锡项目

Strengths

优势

Weakness

劣势

Opportum

ity

机会

Threats

挑战

➢成本优势：采用快捷预制金锡焊片，成本低，打造爆款产品，推
进产品导入；

➢技术优势：对镀金锡制备工艺了解且有经验；已掌握核心电子束
镀金锡工艺，拥有核心知识产权。对于快捷预制金锡的可行性与
后期验证经验足够，设备到位工艺一定可以推向市场。

✓市场环境：受大环境美国限制，国内对预制金锡的需求转
向国内，需要呈直线上升趋势
✓市场需求：国内目前采用快捷预制的方式厂家目前仅1~2家，
技术拓展及占有率会很大；

◼市场推广挑战

◼技术挑战

◼市场

优点：
1）省掉镀膜夹具
2）工艺周期缩短（连
续自动化）

◼客户认可难：由于真空电子束蒸发成膜
的质量和理念导入，客户认可新颖技术需
要一段时间；
◼对位难：焊料片的预对位比较难，在治
具和夹具方面比较难实现
◼寻找临界状态难：需要在似熔非熔的状
态将焊料片在一定温度和压力下压合在一
起，压力和温度的选择比较难定义；
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专利
序号 名 称 状态 申请受理号/专利号 类别

1 一种新型制备金锡薄膜的方法 已受理 202111416892.X 发明

2 一种新型快捷成型金锡热沉的制备方法 已受理 发明

3 一种热沉和芯片上互镀金锡薄膜的方法 已起草 发明

4 一种新型快捷成型金锡热沉的夹具设计方案 已起草 实用新型

5 一种自制金锡薄膜的半导体芯片 已起草 实用新型

6 一种对锡料环的安装装置（初拟） 已起草 实用新型

➢ 专利已受理
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快捷预制金锡特点：

➢ 独特专利技术：快捷预制金锡采用我司自主研发工艺设备与专用治具技术成

型；

➢ 定位精准：快捷预制成型焊料定位准确，相对焊料片或者点焊而言不易错位、

偏移、定位更好；

➢ 形状多元化选择：可在金属或合金表面预制金锡，可按客户需求预制环形、

方形、圆形、菱形焊料；

➢ 适合用在对高气密性、高耐腐蚀、高可靠性的管壳盖板上预制金锡；

➢ 相对传统的电阻点焊，快捷预制焊料表面更平整、表面无压痕、焊接后无空

洞；

➢ 比电子束真空沉积金锡更快捷，工艺周期短，交货速度快、产品效果好；

项目总结| 快捷预制金锡盖板
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项目成本与收益

➢项目1内投资总额预计264万元，其中设备固定资产43万元，占43%。具体如下：

明细 固定资产（万元）
营运成本
（万元）

市场推广费
（万元）

人员成本
（万元）

其他成本
（万元）

项目总投入合计（万
元）

备注

第1年产品开
发

等离子清洗机
30万

超声波清洗
1万

自主研发第一
阶段设备

12万
20 3 24 10 100

第一年以产品代工为主，
自主研发设备推广为辅

43

第1年设备开
发

电源开发
50万

压头开发
15万

自动化开发
50万

10 / 36 15 164

115

合计 264
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项目成本与收益

此部分盈利仅初步按快捷预制盖板，其实光电行业主流产品CuW和AlN陶瓷金锡都是真空镀膜，若可以用此方法替
代，市场预计有5000万的订单量，营业额会再攀升一个台阶。

项目成本与收益分析是根据市场订单足够、预制金锡盖板预估1000万/年生产量，第一年按50万预测，预计1500万，即
第一年就可收回成本，往后每年都会逐年提升，再结合设备研发成功后出售，盈利乐观，逐年有增加趋势，毛利40%左
右！

年份 2023年 2024年 2025年

市场量1000万的份额 销售市场量5% 销售市场量20% 销售市场量30%

盖板数量（万只） 50 200 300

产品单价（元/只） 30 25 18

销售额（万元） 1500 5000 5400
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项目需要支持
➢ 以专利和工艺为基础，期待找到合

作伙伴

设备融资开
发

产品优
化改进 市场推

广
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技术团队

愿景：光电散热材料应用领域优质提供商

使命： 光电材料助力智能制造

核心价值观

➢ 精益求精，以优质产品服务客户

➢ 言必行，行必果，说写做一致

➢ 简单沟通，执行高于一切
公司现有成员 5 2人

其 中 市 场 运 营 团 队 7 人

专 业 技 术 人 员 1 6 人
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